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摘要(译)

一种具有温控胶层的Micro-LED的传质方法，包括：基于Micro-LED管芯
构造自组装结构；以及在其表面上涂有温控胶的具有自承接结构的转移
基板 层; 将Micro-LED管芯分布在水中，将转移基板浸入水中并加热水以
进行自组装； 进行转移和移除转移基板，以将Micro-LED芯片与转移基
板分离，然后转移到目标基板上。
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